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Abstract (en)
Low-alloyed phosphorus-deoxidized copper alloy used in the manufacture of hollow profile parts by inner high pressure deformation is new. The
copper alloy contains (in weight %) 0.030-0.080 Sn, Zn, Fe and/or Ag, 0.015-0.040 O, and at least 99.90 Cu. An independent claim is also included
for a hollow profile part produced by inner high pressure deformation of a low-alloyed phosphorus-deoxidized copper alloy.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft die Verwendung einer niedriglegierten phosphordesoxidierten Kupferlegierung (DHP-Cu) fir die Herstellung von
Hohlprofilbauteilen durch Innenhochdruckumformung, wobei die Kupferlegierung folgende Zusammensetzung aufweist: 0,030 bis 0,080 Gew.-%
mindestens eines Elements einer aus Zinn (Sn), Zink (Zn), Eisen (Fe), Silber (Ag) bestehenden Gruppe, 0,015 bis 0,040 Gew.-% Phosphor (P)
und mindestens 99,90 Gew.-% Kupfer (Cu) sowie unvermeidbaren Verunreinigungen als Rest. Eine solche Kupferlegierung eignet sich durch ihre
Kaltverfestigungseigenschaften besonders gut zur Herstellung von Hohlprofilbauteilen durch Innenhochdruckumformung.
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